


 



 



 

 



 



ÉQUIPEMENT UTILISÉ DANS LA CONFISERIE 

Le sucre, d’appellation scientifique saccharose et de formule chimique C12H22O11, 

est très sensible à la chaleur. Il se transforme, se dégrade par hydrolyse avec l’eau 

en 2 molécules plus petites (C6H12O6). Ces nouveaux produits formés sont 

hygroscopiques, ils absorbent l’eau contenue dans l’air rendant avec le temps les 

bonbons collants. Il faut donc éliminer l’eau de la solution sucre/sirop de glucose 

le plus rapidement possible. 

Plusieurs techniques sont disponibles : 

- la cuisson à feu nu 

- la cuisson sous vide 

- la cuisson en couche mince. 

La cuisson à feu nu est la plus simple. La solution sucre/ sirop de glucose placée 

dans une casserole ou une bassine est chauffée au gaz directement. 

La cuisson sous vide permet d’atteindre les mêmes concentrations mais à des 

températures inférieures, diminuant ainsi la dégradation du sucre. Le procédé est le 

suivant : sous agitation, cette solution sucre/sirop de glucose est chauffée 

à 140°C dans une bassine à double-paroi où circule de la vapeur à 180°C. Lorsque 

la température est atteinte, la pâte obtenue est transférée dans une chambre à vide 

où la pression est continuellement à 0,2 atmosphères. Cette pâte entre en ébullition, 

perd son excès d’humidité et se refroidit à une température d’environ 115°C. Sa 

concentration est entre 97 et 99% de matières sèches. 

La cuisson en couche mince est utilisée pour les fabrications réalisées en continu. 

Le principe de cette cuisson consiste à chauffer une fine couche de solution 

sucre/sirop de glucose sur une paroi chaude. Cette couche de sirop n’a qu’une 

épaisseur de 4 à 5 mm. Le transfert de chaleur s’effectue donc très rapidement, il 

suffit d’une dizaine de secondes pour atteindre la température de 145°C. La pâte 

obtenue tombe dans une chambre à vide où là également l’eau en excès s’évapore. 

La température de la pâte obtenue est de l’ordre de 125°C.  



La pâte obtenue est encore à une température élevée, de l’ordre de 110 à120°C. 

Elle a encorela consistance d’un fluide épais. Cette pâte est refroidie sur un marbre, 

table froide, bande inox pour abaisser sa température. 

La masse plastique doit être effilée, calibrée, estampée pour donner la forme du 

bonbon. Suivant le matériel de mise en forme utilisé, la pâte passera par des jeux 

de laminoirs pour obtenir soit une bande, soit un boudin d’épaisseur ou de 

diamètre réguliers. Sous ces formes régulières la masse peut être pressée entre 

deux cylindres creusés aux formes finales du bonbon ou pressée entre deux 

pistons également aux formes finales du bonbon. 

 

 



 


